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Leiterplattenhersteller aus der Luft- & 
Raumfahrtindustrie und Verteidigungstechnik 
setzen ihr Vertrauen auf Ventec’s AS9100 
Rev C-akkreditierte Lieferkette für 
hochzuverlässige Basismaterialien und 
Prepregs. Von der Herstellung bis zur 
Lieferung ist unser gesamtes qualitativ 
hochwertiges Produktportfolio von Polyimiden, 
FR4 und unserer ‘tec-speed’ Serie von High-
Speed/Low-Loss   Materialien abgedeckt. 
Ventec - Ihr strategischer Partner für Ihre 
sicherheitskritische Lieferkette!

Ventec International Group 
T: +49 (0)6352 75326-0  
E: contact@ventec-europe.com  

  Follow @VentecLaminates

Höchste 
Qualitätsstandards für 
Aerospace & Defense 
durch AS9100 Rev C 
Zertifizierung

www.venteclaminates.com 
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Titelbild
Die neue 3D XE Serie: Das sind leistungsstarke AOI-Systeme 
für den Inline- oder Stand-Alone-Einsatz. Sie bieten volle 
3D-AOI-Funktionalität, höchste Flexibilität sowie einen äu-
ßerst attraktiven Preis - und das alles Made in Germany.

Die Systeme Advanced Line · 3D XE und Basic Line ·  
3D XE eignen sich optimal für kleine und mittlere Losgrößen 
und bieten zudem die Einsatzmöglichkeit als vollwertiges 
Lotpasten-Inspektionssystem. Mit MagicClick steht dem 
Anwender eine leistungsstarke, KI-basierte Funktion zur 
Verfügung, um Prüfprogramme und Bibliotheken in wenigen 
Minuten vollautomatisch zu erstellen und zu optimieren.

Weitere Informationen:  www.goepel.com

Ergebnisse des Projekts ‘bioESens‘ für biologisch abbaubare Sensor-
werkstoffe stellt die HTW Dresden coronabedingt erstmals hier vor
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